PATENTE OE INVENCION .
- MPA& 74/4074 SPA.

Int. Cl2_H ol F

| sotae: |

PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE COMPONENTES ELECTRU- -

MAGNETICOS. i oy (0_?

“%d'a'fané: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, ‘e Berlin y Minchen, esnticad
alemana, residente en Wittelsbacherplatz 2, D-Bﬁﬂ-mﬂnchan 2,

Replblica Faderal Alemana,

AR ILNARRTIZTRBTINS

La invencién se refiere a un procedimiento para la
fabricacién da compnnanéas slectromagnéticoa, aspecialmente de
bobinas con un arrollamisnto y un nicleo de hierro' en léminas,
cuyas chapas recubiertas de un material endurscible, se uneb deg=-

L pufs de la estampacién ds una banda de chapa, formindose paquetes, .
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Vllflca de nuevo,' v porque las chapas sstampadas a partir de la barda de

msdanta un beatamtenko LSrmied,

En un procedimlento Ju uata claaw uonnoldo par leIGu-Pd ™y g,
los paquates de chapa tienan que .somsterse a un ttatamianéu térmicu do ho-
:a y modia a 1900 C; por tanto dé este modo nn'a; posible formapdo paquae-
;as.da chapa en Bl transcurso del recorridc.de trangp;rté, las éhauas sd—
ninistradas a gran vaelocidad por una estampa y transportadas. -

En otro conocido procedimiéntd las chapas aéﬁampqdqs s presiof
nan por la sstampa a un qanal corraspondientemente conformado y como pila
da‘chapas se sigue moviendo con cada paso de trabajo en un espesor ds cha-
pa; sobre esta pila de chapas desplazada hacia adelante po; la estampa se
instila luego una resina dg anduracimianté répido que en el siguiahéa mo-|
vimiénta de la pila éa ghdurece por una zona de cqlanfaccién. No oastante
la,longiéyd’ds_la zona de calefaccidn, al tratarse de miguinas Esiamgada-
ras de’marcﬁa‘répida, tani§ qus supener variég métros, lo cuél significa
un caste'&amaaiado elto en.medios de fabricacidn y en energia a causa de
lé alfa tamperaﬁura de endurecimiento; edemds de &sto se producen difi.
cultades el cortar a longitud los distintos paquetes de chapa de la pila
y perturbaciones del servicio por la resins remolcada. La invencién se funt
damenta por tanto en el cometido de redut:ir el coste de la instalacidn y db
energfa, asf éomo de facilitar la separecidn de los distintos paquetes de
chapa ds la pila, en un procedimiento de la clase mencionada sl principioc,

Le soiucién segdn la invenciin de eate cometido astd caracte-
rizada porquse el matarial es una resina adhesiva que a una temperatura in-
termedia més elevada, pero que se halla por debajo de la temperatura de i

endurscimiento, su aplanda como un adher~vo fundible, y al enfriarse ge 33p

chapa se transportan como pila por una zona de calefaccifn para el calenta}
miento a la temperatura intermedia y luego por una zona de enfrismiento, y

porque se separan de la pila paquetes de longitud determinada y so montan

con un arrollamiento forhado componentes, y porque los componantes se so-
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" mente corta; en un ajemplo de ejecucién bastardn ya 20 cm. Por ests motivo
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. maten finalmente a un tratamiento térmico en sl que la réaina adhesiva se

endurace a la temperatura de endurecimiento,

Durante ol calentamiento del componsnts a temparaturé ds en-
durecimiento se suprimes én verdad transitoriamente la fuerza de unidn de 1g
resina.adhasiva; ‘ésto no @s sin embargo desventajoso porque las chadjas sn
ests instante ss sujetan ya de otro modo por fusrza, por forma o0 por mate-
rial. Es especialmante ventajoso sujetui los pagquetes de chapa con arrollae
miento mediante una car;aaa de chapa de dos piezas cerrada por abOrdagdo.

La reasina adhesiva necesits alcanzar sflo por corto tismpo su
temperature de ablandamiento, ya que sn le invencidn no se trata de un pro-

¢880 de endurscimiento sind sélo de una fuveslibm con sigulente enfriamiento,

La zona de calefaccién pusds por consiguiente estar desarrollada extremadad

y tambidn a ceusa de la temperaturas intermsdis verdaderamente baja de aspro
ximadamente 802C., es también muy bajo el consumo de ensrgfa.

| Ya que el secado de la resins adhasiva es basa en su fusién y
el aigui;nte anfriamiento a una temperetura de solidicacidn y no en un pro-
caso de endurscimisnto, y ademfs la temparatura de endurecimiento se halla
generalmenta aflo muy poco por debajo de la temperatura de fusién, se puade
salir adelante éambién con una corta zona de enfriamiento de por ejemplo

80 cm. S6lo en esta zona tisne que cuidarss de una contraprssifn correspone

diente; pars sllo basta conducir ligaramanté hacia arriba la pilé de chapaﬂ

satampades y aprovechar as{ su fusrza de gravedad propla que actua an'oon-

tra del avance de la méguine, o si sé quisra conducir hqrizontal la pilae, ;
frenarla detrfs de la zona de calsfaccién mediante campos magnéticos que i
actuen lateralm;nta gsobre la pila.

Sin medidas eapeciaiaa estén pegados unas con otras todes las

chapas que vignen salienda de la 2ona de enfriamiento, de manara que se pro

duce un paquete de longitud sinfin. De éste pusdan cortarse sin embargo los

py

diafintos paquates de longitud deaagda mediante un punzén que se gobisrne p



- & -
“n disbositiuo de medicidn para la longitud deseada y presiona al ﬁgquate
i aapérar aAtravéa Hs un escalén situado debajo. En Setd se disponcrd sl
punzén desplazade detrée del escalfn en mis dal espmsor de la chapa, sstand
do praferentemants chaflanado est; sscallin en el lado delantero en eantida-
Se de évanca;_mediants allo ;e puade eviter con saguridﬁd una compra§i6n de 14
chapa..
Un modo todavfa mds sencillo Je formar paquetes de chajpa de la
- ~ongitud deseada, ‘sonsiste en delar libre de resina adhesiva franjas de la
danda de chapa situadas a determinada separacidén una de otra, bien sea no
1a. aplicado gbso;ﬁtamante resina edhesiva o alimando de nuevo en estos lugarsi
la resina adhseiva ya aplicada, En tanto estas franjas sean qﬁln inanéencili-
mange mﬁs enchas que una chapi no se producen los correspondientes lugares
de la pila ninguna sujécidn con la respectiva chapa siguiente. Inclusa cuaﬁ-.
do las franjas no recublertas con resina adhesiva sea& alqo més es:n;;haé
15, que la chapa astampada, puede consaguirsn una ficil separacidn de los pae
quatas ligaramanta sujstos, par ajamplo jabido a que los paquetes se empi-
~ Jan a través de un escalén méa bajo y as desprenden autométicamenta poc su
propio pesoa,
Mediante al racubrimié%to de la banda de chapa antes d3 la ase
20. tampacibn, puede lograrss la adiciinal vantaja de un mﬁynr tismpo Je due
raéiﬁn de la hegraﬁianﬁo'da estampacién, si-aa.amplea un a resina adhesiva
con contenido deitalco, que prasanta'antonces cualidsddes lubricantaa}-
£En ia éabricacién de algunos paqustas de chapa con ssczién
transversal espesciaglmente crftica, por ejemplo de aqusllos que conatan de
25, - tiras de chapa estrachas para la fabricacién de bobinas con seccifn trans-
Qersal en E/I, pue&én tensr lugar en el transocurso del érocadimienﬁo dé fa+
bricacién automftico o manual, indessado: lugares de rotura, psra svitar
2n 4sto qua ss caigan ssparéndose las partes perteneciantes;a un pgguata,

pueds aplicarse putr laminacién en la zone de calefaccidn continuamantes so-

30, bre la pila una lfimina recubierta con resina.adhesiva por ejemplo de papel

-
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que se ocups da una sujsccibn sulicionte adn cuande la uni&n anhrn>d§s
chapan no asa suficiants,
Al emplaarse bandas de chapa recubisrtas anteriorments con re-

sina adhesiva, se produce otra ventaja en la térmica de fabricacibn. Mien-|

tras qus hasta ahora, por sjemplo al tratarse de hab;ﬁae electricas con ung

daterminade cgnatruccidn, ara necesariv sumergirlas antes del enduracimien:
] d?finitiuo dos veces sucesivas an pasn continuo en una resina de impragha-
<ién, pusde salirss ahora adelante con una sencilla impregnacidn por inmeru
1i6n von una resine de impragnasifn de viecosidad algo mds alta, ya que
Las sepsraciones capilaves entre las distintas chapas del nicleo antan ya
lenas (por la resina adhgsiva).

En tanto sea necesaria una impragnacién de todo el compﬁnanta,
la resina adhesiva y ls resina de impregnacién contendrén prererantémenta
la misma resina bdsica, sspecialmente una resina de poliester; la rss;na
adheaiﬁu ent;a las éhapaa forma entonces con la resina ds impregnacién una
auJedidn espacialmente homogensa. En sspecial deberian ser endureciblas amTas
vgsinas en sl mismo campo de temperatura.

EL endurecedor adicionado & la resine adhesiva y/o a Ia resina
e impragnacifn estd sujstado de mansra que no ss todavfa eficaz a la tempg-
ratura intermadia, pero qua ainguna de ambas resinas es ya ablangahla daa-'
pudés del siguisnte endurscimlsnto. Esto es anpecialmenta importante en la
referente a la resina adhesiva, ya qus por sjemplo en las bobinas eléctri-
cas que sa gmplaén como aperatos adicionales para limparas de descarga,
pueden conssguirse temperaturas de servicio de mde de 20080, Por este mo-
tivo no son por tanto smpleables los adhesivos fundibles F;bricgdos a5pe- s
cialmente sobre la base de poliamidas, como los qus se utilizan baré la
fabricasifn de bobinas sin cuerpo a partir de alambres recubiertos con astds
adhesivos fundibles {alambtea lacados en horno). Tales aghesivos fundibles

pueden licuarss conoretamante tantas veces como se qulers, do manera que

no pusde conaeguiraa un perfecto llensdo de los sspacios huecos que no de-
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ba variar con lag cendicionae de %arvicio.
-NOTA -

Dmocrlta uuficinuh;maﬁtn 1a nnfunalﬂzn dui invnnho,-aa! comn
13 manera da realizaree an la préclice, dabe hanarse constar qua laa dise
pasiciunaé anteriorments indicades con susceptibles da modificacionss de
datalle en cuantu’qo alteren su principio fundamental. Tamﬁiép s; hace consi-
tar que sl invento corresponds a una solicitud de patenéa presentada en
Alemania, bajo el nﬁmarﬁ P 24 46 693.1 de fecha 30 .de Septiembre de 1974,
acogiendoée por lo tante a los}bénaficius qua- conogdan log Convenios Intar-_
nacionales en-vigor, siendo lo que ccnstiéuye la ;sencia dael reféridb ine
vento y por lo qus se golicita una Patante de Inuencidn por 20 en Espaﬁa,
sobre: PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE CUMPONENTES ELECTRUMAGAETICOS,

caractar;zéndusa por lo siguiente:’

l.= Procsdimisnto péré?la fabricacién de componentes electromag

anyléminaa, cuya§ chapas :ecubiertia ds un material endurscible, s& unen
después de la aaﬁémpaciﬂn ‘una banaa de cliapa, formindose paquates, mediand
te un tratamiento térmico, caracteiizado.pofque el material es una resina

[y

adhasiv; que a una temperatura intzrmadia més elevada, pero que se halla por
debajo de la temparatura de endura;imianto, se ablanda como un adhasivo
fundibla, y el anfriarse se solidifica de nuevo, y porqua las chapas estamﬁé .
las a partir de la banda de chapa se transportan como pila por una zona
de calefaccidén para el calentamiento a ln tempsratura intermedia y luego
por una zona de snfriemiento, y porque s aaparan de la pila paqusies de
lnngitud determinada y se montan’ con un nerollamiento farmando componentea,
y porqus los componentes se somaten finalmanta a un tratamientu térmico

en 8l que la resina edhesiva se endurece a la temperatura de endurscimisntd,

2.- Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracterizade por

qua los componentas una vez montados y antes del endurecimiento de la ra-

sina adhesiva, se impragnén gon una resina de impregnacifn que se 2anduracs |
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ssf{mismo durente sl andurecimisnto de la resina sdhesiva.
3.~ Procadimiento umgdn la reivindicasidén 2, carasoterizade pord i

aue se dsjan libr.‘ 0 sa liberan de rssina sintética franjas de la banda

de chapa situadas a de#arminada a;paragidn una de otrs, de maﬁera que dese

pués de la estampacifn ae producen paqustes de chapa sucesivos, no coharsnd

4.~ Procedimiento sﬁgﬁn la relvindicacién 1 6 2, cargctariza-
do porque mediante un sscaldn de la éila Jsgada continua, se cortar pa~
custes de chapa de la lopgitud deseada,

Sow Prncadimiento segin la reivindicacién 4, caracterizado
jorque eﬁ la zona de calefaccién se aplica por la laminacidén sobre un la=-
uu de le pila una l4ming Fecubierta con la resina adhesiva.

Gaw Progedimientn segln una de las reivindicaciones 2 a §, ca=
racterizada porqus- la resina adhesiva para pegar las chapas y la resina
de impregnacién cantien;n la misma resina b&sics, especislments uns resina

de poliester y un sndurecedor que no es {ndavfa eficaz a la tempsratura

7.= Procedimiento para la fat-'icecién de componentes alectro-
nagnéticos, tal y como queda sustancialmente descrito en la presants ife- -
noria.

Esta Memorlia consta de siete hojas escritas a mquina jor una

sola cara,.

Madrid 30 SET. 1975
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

L SONMEZ ACtx WOBET
s Flrmado: L, Gaeta Ferisndor
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